
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持ベースフィルムとその表面に積層され 流動性、常温固形の樹脂組成物層からな
る接着フィルムの該樹脂組成物層 路基板上に加熱及び加圧条件下真空積層する

法において、
１ 熱ゴムを介して、支持ベースフィルム側より加熱及び加圧し、接着フィルム

空積層す 程
及び
２）該支持ベースフィルム からプレス用金属板 いて加熱及び加圧し、 支持ベース
フィルムに接する樹脂組成物層表面を平滑化す 程を行うことを特徴とする

【請求項２】
　 接着フィルムよりも大きい面積の表面平滑
な保護 フィルム 加熱及び加圧し 支持ベー
スフィルムに接する該樹脂組成物層表面を平滑化する ことを特徴とする請求項
１記載の 。
【請求項３】
　 支持ベースフィルムと 保護用フィルムとの接触面の内、少なくとも一方の面が
マッド処理及び／又はエンボス加工されていることを特徴とする請求項２記載の

。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は、導体回路層と絶縁層とを交互に積み上げたビルドアップ方式の多層プリント配
線板の製造法において、フィルム状接着剤を内層回路パターンに真空積層する方法に関す
るものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年内層回路板の導体層上に有機絶縁層を交互に積み上げていくビルドアップ方式の多層
プリント配線板の製造技術が注目されている。特開平８ー６４９６０には、下塗り接着剤
を塗布、仮乾燥後フィルム状アディティブ接着剤を貼り合わせて加熱硬化させ、アルカリ
性酸化剤で粗化、導体層をメッキにより形成し多層プリント配線板を製造する方法が知ら
れている。また、本発明者らも特願平９ー３５７４２０において内層回路パターンの被覆
と表面ビアホール及び／又はスルーホール内の樹脂充填を同時に一括して行うことのでき
る多層プリント配線板用層間接着フィルム、及びこれを用いた多層プリント配線板の製造
法を開示している。この接着フィルムを耐熱ゴムを挟んで加熱、加圧条件下真空積層する
場合、内層回路への接着剤の埋め込み性に優れ、下塗り工程不要のため生産性にも優れる
利点があるものの、耐熱ゴムが内層回路に追従する特性上接着剤が回路パターンに沿って
凹凸を生じ表面平滑性が悪化するため、後の部品実装工程で不具合が発生するという問題
があった。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
上記問題点を顧みて、本発明者らは支持ベースフィルムとその表面に積層され、これとほ
ぼ同じ面積を有する熱流動性、常温固形の樹脂組成物層からなる接着フィルムを回路基板
の内層回路パターンに真空積層する方法において、該樹脂組成物層であるフィルム状接着
層の支持ベースフィルムとの接触面の表面平滑性に優れた真空積層法を開発することにあ
る。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は 支持ベースフィルムとその表面に積層され 熱流動性、常温固形の樹脂組
成物層からなる接着フィルムの該樹脂組成物層をパターン加工された回路基板上に加熱及
び加圧条件下で真空積層する 方法において、
１ 熱ゴムを介して、支持ベースフィルム側より加熱及び加圧し、接着フィルム 空
積層す 程
及び
２） 該支持ベースフィルム からプレス用金属板
いて加熱及び加圧し、 支持ベースフィルムと接する樹脂組成物層表面を平滑化す 程
を行うこと、さらに 工程において、該支持ベースフィル
ム上に、該接着フィルムよりも大きい面積の表面平滑は保護 フィルムを戴置した後、該
保護 フィルムの上からプレス金属板を用いて加熱及び加圧し支持ベースフィルムに接す
る該樹脂組成物表面を平滑化することを特徴とする 法である。
【０００５】
【発明の実施の形態】
本発明に用いられる接着フィルムは支持ベースフィルムを支持体として所定の有機溶剤に
溶解した樹脂ワニスを塗布後、加熱及び／又は熱風吹き付けにより溶剤を乾燥させて熱流
動性、常温固形の樹脂組成物層を公知慣用の方法で作製することができる。接着フィルム
は、そのまま又は樹脂組成物の他の面に離形フィルムをさらに積層し、ロール状に巻きと
って貯蔵される。
【０００６】
熱流動性、常温固形の樹脂組成物としては、熱硬化性樹脂及び／又は高分子を主成分とし
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てなり、加熱により軟化し、かつフィルム形成能のある樹脂組成物であって、さらに熱硬
化により耐熱性、電気特性など層間絶縁材に要求される特性を満足するものであれば特に
限定されるものではない。例えば、エポキシ樹脂系、アクリル樹脂系、ポリイミド樹脂系
、ポリアミドイミド樹脂系、ポリシアネート樹脂系、ポリエステル樹脂系、熱硬化型ポリ
フェニレンエーテル樹脂系等が挙げられ、これらを２種以上組み合わせて使用したり、多
層構造を有する接着フィルム層とすることも可能である。中でも、層間絶縁材として信頼
性とコスト的に優れたエポキシ樹脂系においては、特願平９ー３５７４２０記載のエポキ
シ樹脂組成物が好ましい。
【０００７】
熱流動性、常温固形の樹脂組成物を支持ベースフィルム上に積層して形成する、樹脂組成
物層の厚みはラミネートされる内層回路基板の導体厚以上で、導体厚＋（１０～１２０）
μｍの範囲であるのが一般的である。
【０００８】
支持ベースフィルムとしては、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル等のポリオレフィン、ポリ
エチレンテレフタレート等のポリエステル、ポリカーボネート、さらには離型紙や銅箔、
アルミニウム箔の如き金属箔などが挙げられる。支持ベースフィルムの厚みとしては１０
～１５０μｍが一般的である。なお、支持フィルムにはマッド処理、コロナ処理の他、離
型処理を施してあってもよい。
【０００９】
接着フィルムの支持ベースフィルム側より耐熱ゴムを介して加熱、加圧し回路基板上に接
着フィルムの該樹脂組成物層を真空積層するには、ニチゴー・モートン（株）製バキュー
ムアップリケーター、（株）名機製作所製真空加圧式ラミネーターや大成ラミネーター（
株）製真空ラミネーター等市販の真空積層機を使用することができる。これらの機械は耐
熱ゴムを挟んだ状態で積層する構造が一般的である。積層に際しては、接着フィルムが予
め回路基板と同程度の面積サイズで枚葉された回路基板を投入し、支持ベースフィルム側
から熱流動性、常温固形の樹脂組成物層を加熱、加圧しラミネートするか、又はロール状
接着フィルムを真空ラミネーターの基材ロールにセットした状態で支持ベースフィルム側
から熱流動性、常温固形の樹脂組成物層を加熱、加圧しラミネートした後所定のサイズで
カットする。ラミネート時の樹脂流れが内層回路の導体厚以上である条件でラミネートす
ることにより、内層回路パターンの被覆が良好に行われるが、耐熱ゴムが柔軟性があり内
層回路の導体の凹凸形状にに追従する特性上、熱流動性、常温固形の樹脂組成物層と回路
基板は密着されるものの、該樹脂組成物層の支持ベースフィルムとの接触面の表面平滑性
が損なわれる。
【００１０】
この問題を解決するために、接着フィルムが真空積層された該回路基板を、該接着フィル
ムよりも大きい面積の保護用フィルムをプレス用金属板及び／又はラミネート用金属ロー
ルとの間に挟んだ状態で加熱、加圧し接着フィルムを平滑化する。機械としては、熱盤式
プレス機や加熱加圧式ラミネーター等市販の積層機を使用することができる。図１に金属
板での簡単な模式図を、図２に金属ロールでの簡単な模式図を示す。平滑化に際しては、
接着フィルムが真空積層された回路基板を保護用フィルム及び支持ベースフィルム側から
常温固形の樹脂組成物を加熱、加圧する。真空積層での条件と同等以上の加熱、加圧条件
でプレス及び／又はラミネートすることにより、該樹脂組成物層の支持ベースフィルムと
の接触面を平滑化することができる。
【００１１】
保護用フィルムはポリエチレン、ポリプロピレン等のポリオレフィン、ポリエチレンテレ
フタレート等のポリエステル、ポリカーボネート、さらには離型紙やアルミニウム箔の如
き金属箔などが挙げられる。保護用フィルムは金属板及び／又は金属ロールが異物で傷付
いたり、接着剤のシミだしによる汚れを防止する目的で使用するものであり、表面が平滑
でその厚みは５～１００μｍの範囲が好ましい。
【００１２】

10

20

30

40

50

(3) JP 3861537 B2 2006.12.20



本発明の接着フィルムの真空積層法は、
１）回路基板のパターン部より大きい面積を有する耐熱ゴムを介して、支持ベースフィル
ム側より加熱及び加圧し、接着フィルムを支持ベースフィルム／該樹脂組成物層／回路基
板のパターン部の順に真空積層する第１工程及び
２）接着フィルムが真空積層された該回路基板の支持ベースフィルム上に、プレス用金属
板又はラミネート用金属ロールを載置し、加熱及び加圧し接着フィルムを平滑化する第２
工程があり、第１工程で真空状態にしたままで第２工程に進行することもできる。また、
接着フィルムが真空積層された該回路基板を第１工程と第２工程の間に一度大気中に取り
出すこともある。この様な場合、第２工程では、再度真空状態にして行うか、また真空状
態にせずそのまま大気状態下で行うことができる。これらの場合、マッド処理及び／又は
エンボス加工を有する支持ベースフィルム又は／及び保護用フィルムは有効である。支持
ベースフィルムと保護用フィルムの接触面の内、少なくとも一方がマッド処理及び／又は
エンボス加工されていると、保護用フィルムと支持ベースフィルム間の空気抜けがよく平
滑化工程の生産性が向上する。また、保護用フィルムは複数枚重ねて使用することもでき
る。
【００１３】
本発明に用いる接着フィルムをパターン加工された回路基板上に真空積層する方法は、ビ
ルドアップ用層間接着フィルムとして使用した場合に限定されるものではなく、熱流動性
を有する接着フィルム全般、例えばソルダーレジスト等のドライフィルムにも適用可能で
あることは言うまでもない。
【００１４】
【実施例】
以下実施例を示して本発明を具体的に説明するが、本発明はこれに限定されるものではな
い。
【００１５】
【接着フィルム製造例】
液状ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（油化シェルエポキシ（株）製エピコート８２８Ｅ
Ｌ）２０部、臭素化ビスフェノールＡ型エポキシ樹脂（東都化成（株）製ＹＤＢー５００
）２０部、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂（エポキシ当量２１５、軟化点７８℃、
大日本インキ化学（株）製エピクロンＮー６７３）２０部、末端エポキシ化ポリブタジエ
ンゴム（ナガセ化成工業（株）製デナレックスＲ－４５ＥＰＴ）１５部とをＭＥＫに攪拌
しながら加熱溶解させ、そこへ臭素化フェノキシ樹脂ワニス（不揮発分４０重量％、臭素
含有量２５重量％、溶剤組成、キシレン：メトキシプロパノール：メチルエチルケトン＝
５：２：８、東都化成（株）製ＹＰＢー４０ーＰＸＭ４０）５０部、エポキシ硬化剤とし
て２、４ージアミノー６ー（２ーメチルー１ーイミダゾリルエチル）ー１、３、５ートリ
アジン・イソシアヌル酸付加物４部、さらに微粉砕シリカ２部、三酸化アンチモン４部、
炭酸カルシウム５部を添加し樹脂組成物ワニスを作製した。そのワニスを厚さ２５μｍの
ポリエチレンテレフタレートフィルム上に、乾燥後の樹脂厚みが７０μｍとなるようにダ
イコーターにて塗布、８０～１２０℃で乾燥した後、幅５０７ｍｍにスリットしロール状
接着フィルムを得た。
【００１６】
【比較実施例１】
パターン加工された５１０ｘ３４０ｍｍのガラスエポキシ内層回路基板に（導体厚３５μ
ｍ）、製造例で得られたロール状接着フィルムを、ソマール（株）製オートカットラミネ
ーターを使用して幅５０７ｘ３３６ｍｍのサイズで基板両面に枚葉した。条件は仮付け部
分の温度７０℃、５秒圧着、ラミネートロールは室温、荷重無しで行った。次にモートン
・インターナショナル・インコーポレーティド製バキューム・アプリケータ７２５により
温度８０℃、６秒プレスで両面同時にラミネートした。室温付近まで放冷した後ポリエチ
レンテレフタレートフィルムを剥離し、ライン／スペース＝３２０／３２０μｍ上の接着
剤表面を（株）東京精密製表面粗さ測定器にて測定したところ、最大高さ８μｍであった
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。
【００１７】
【比較実施例２】
製造例で得られたロール状接着フィルムを、大成ラミネーター（株）製真空ラミネーター
の両基材ロールにセットし、パターン加工された５１０ｘ３４０ｍｍのガラスエポキシ内
層回路基板（導体厚３５μｍ）を横長に投入し、温度１２０℃、圧力３ｋｇ／ｃｍ、３０
ｃｍ／分で両面同時にラミネートした。接着フィルムをカット後ポリエチレンテレフタレ
ートフィルムを剥離し、ライン／スペース＝３２０／３２０μｍ上の接着剤表面を表面粗
さ測定器にて測定したところ、最大高さ６μｍであった。
【００１８】
【実施例１】
比較実施例１と全く同様に、パターン加工された５１０ｘ３４０ｍｍのガラスエポキシ内
層回路基板（導体厚３５μｍ）に接着フィルムをラミネートした。その後、熱盤式プレス
機にて両金属面に保護用フィルムとして幅６００ｍｍ、厚さ１５μｍの両面マッド処理ポ
リプロピレンフィルム（最大高さ３．５μｍ）をセットした状態で、プレス用金属面の中
央付近に該基板を投入し、温度９０℃、圧５ｋｇ／ｃｍ 2、２０秒プレスした。室温付近
まで放冷した後ポリエチレンテレフタレートフィルムを剥離し、ライン／スペース＝３２
０／３２０μｍ上の接着剤表面を表面粗さ測定器にて測定したところ、最大高さは２μｍ
未満であった。
【００１９】
【実施例２】
比較実施例２と全く同様に、パターン加工された５１０ｘ３４０ｍｍのガラスエポキシ内
層回路基板（導体厚３５μｍ）に接着フィルムをラミネートした。その後クロムメッキ金
属ロール式ラミネーターの両基材ロールに保護用フィルムとして幅６００ｍｍ、厚さ２５
μｍの両面マッド処理ポリエチレンテレフタレートフィルム（最大高さ５μｍ）をセット
した状態で、保護用フィルムの中央付近から該基板を投入し、温度１３５℃、圧力３ｋｇ
／ｃｍ、５０ｃｍ／分で平滑化処理した。室温付近まで放冷した後ポリエチレンテレフタ
レートフィルムを剥離し、ライン／スペース＝３２０／３２０μｍ上の接着剤表面を表面
粗さ測定器にて測定したところ、最大高さは２μｍ未満であった。
【００２０】
比較実施例１乃至２の結果より、市販の真空積層機を用いて従来通りに接着フィルムを積
層していたのでは、接着剤の表面平滑性に限界があった。実施例１、２の結果から明らか
なように、本発明の方法に従えば熱流動性を有する接着フィルムを、非常に平滑な状態で
積層することが可能である。
【００２１】
【発明の効果】
本発明の方法に従うと、熱流動性を有する接着フィルムを非常に優れた表面平滑性を持っ
た状態で、簡便に積層することが可能である。
【図面の簡単な説明】
【図１】接着フィルムが真空積層された該回路基板上に、該接着フィルムよりも大きい保
護用フィルムをプレス用金属板との間に挟んだ状態で加熱、加圧し接着フィルムを平滑化
する簡単な模式図を示す。
【図２】接着フィルムが真空積層された該回路基板上に、該接着フィルムよりも大きい保
護用フィルムをラミネート用金属ロールとの間に挟んだ状態で加熱、加圧し接着フィルム
を平滑化する簡単な模式図を示す。
【符号の説明】
１　プレス用金属板
２　マッド処理後及び／又はエンボス加工された保護フィルム
３　接着フィルムが真空積層された内層回路基板
４　ラミネート用金属ロール
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】
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